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底部端⼦元器件(BTC)设计和组装⼯艺的实施

1 范围

本文描述了采用底部端子表面贴装元器件(BTC)
在设计和组装方面的挑战，BTC元器件外部连
接由构成元器件整体一部分的金属端子组成。

本文BTC是指仅有底部端子并要实施表面贴装
的所有类型元器件。这包括QF�、DF�、SO�、
LGA、MLP和MLF等业界描述性术语，它们都
采用表面到表面互连。这里所含信息的焦点放在

BTC元器件的关键设计、组装、检验、维修以
及和BTC相关的可靠性问题上。

1.1 ⽬的 这份文件的目标读者是与电子设计、

组装、检验和维修等过程有关的经理、设计和

工艺工程师、操作员和技术员。本文件的目的

是给正考虑采用锡/铅、无铅、粘合剂或其它形

式互连工艺来组装BTC类元器件的那些公司提
供实际而有用的资讯。

1.2 内容 本文件虽然不是包含一切的秘方，

但它识别了影响进行稳健和可靠组装的许多特

性，可给正面临组装制程问题的元器件供应商

提供指导性的信息。BTC元器件与其它表面贴
装元器件比较而言，元器件供应商、产品设计

人员和组装人员之间关于影响组装参数的信息

交流更为至关重要。
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